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技術概要
Beyond 5Gワイヤレス端末に活用できる3次元
実装技術として,多層基板を銅ボールで複 数枚積
層する構造にすることで,物理的な構造支持のみ
ではなく,高さ方向にもミリ波信号 を伝送可能な
方法を提案します.銅ボールを利用することで,従
来のBGA実装機などがその まま流用可能などの
メリットはありますが,リフロー時などの基板反
り耐性や銅ボール位 置ずれによる実装歩留まり
悪化が課題でした.そこで,銅ボール搭載部の多層
基板表面に,  掘りこみ構造を新設し,そのへこみ
部分に銅ボールを落とし込むことでこれらの2つ
の課題を克服しました.

想定される活用例
・Beyond 5Gワイヤレス端末内のミリ波帯信号
伝送線路
・その他ミリ波帯信号を基板間で伝送するデバ
イス

Beyond 5Gワイヤレス端末に活用できる3次元
実装技術として,多層基板を銅ボールで複 数枚
積層することで,物理的な構造支持のみではなく
,高さ方向にもミリ波信号を伝送可能 な方法を
提案します。銅ボール搭載部の多層基板表面に,
掘りこみ構造を新設し,そのへこ み部分に銅ボ
ールを落とし込むことで課題克服を狙いました
。本手法を適用し多層基板3  枚を積層実装した
ミリ波信号伝送線路や,具体的な構造および試作
,測定結果について公開します。
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